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Abstract:

Mit dem Vorschlag des European Chips Acts (ECA) reagiert die Europdische
Kommission auf die Halbleiter-Knappheiten, die aus Stérungen der Halbleiter-
Wertschopfungskette wahrend der Corona-Pandemie resultieren. Dieser Vorschlag reiht
sich in vorangegangene Initiativen der US-amerikanischen Regierung (Chips for America
Act) und der chinesischen Regierung (Made in China 2025) ein: Im Chip-War kommt es
zu einem Ringen um die Kontrolle der strategisch wichtigen Wertschopfungskette,

welches durch weaponized Interdependence gepragt ist.

Das Working Paper untersucht die Frage, welche Auswirkungen der Chip-War auf die
EU hat und welche industriepolitischen Strategien die Europdische Kommission in der
Reaktion darauf entwickelt. AnschlieBend wird diskutiert, welche Implikationen die
Umsetzung dieser Strategien fir die Position der EU im Chip-War und der Triade-

Konkurrenz hat.

Das Papier kommt zu dem Ergebnis, dass die Europédische Kommission mit dem ECA
darauf abzielt, die Verwundbarkeit durch Disruptionen der Halbleiter-
Wertschopfungskette zu verringern. Dazu soll einerseits die européische Halbleiter-
Industrie geférdert werden und andererseits der Européischen Kommission neue
Interventionsmdglichkeiten zur Krisenreaktion ermdéglicht werden. Der ECA bestétigt
damit die Ubergeordneten Trends der Abkehr von marktliberalen Paradigmen hin zu
industriepolitischem Interventionismus. Die Akteurskonstellation von européischen
Endabnehmer-Industrien und Halbleiter-Industrie begunstigt die Strategiebildung der
Européischen Kommission: Endabnehmer-Industrien fordern mehr europdische
Produktionskapazitaten, um zukiinftigen Knappheiten besser entgegenzuwirken. Die
Halbleiter-Industrie ~ selbst  profitiert ~ durch  den  global  entstehenden
Subventionswettkampf, welchen der ECA weiter vorantreibt, und ist in einer machtigen
Verhandlungsposition gegeniiber staatlichen Akteuren. Der ECA trégt in der Folge zu
einer weiteren Verfestigung der sich herausbildenden neuen Triade-Konkurrenz zwischen
den USA, China und der EU bei.
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1. Einleitung: Die EU im Chip-War

“Allow me to focus on semi-conductors, those tiny chips that make everything work:
from smartphones and electric scooters to trains or entire smart factories.

But while global demand has exploded, Europe's share across the entire value chain,
from design to manufacturing capacity has shrunk.

We depend on state-of-the-art chips manufactured in Asia.

So this is not just a matter of our competitiveness.

This is also a matter of tech sovereignty. So let's put all of our focus on it.”

Ursula von der Leyen (2021)

Die Anfélligkeit der EU gegeniiber Storungen in der Halbleiter-Wertschopfungskette
wurde spéatestens wéhrend der Corona-Pandemie deutlich. Halbleiter-Knappheiten trafen
besonders die européische Automobilindustrie schwer und flihrten zu massiven Produk-
tionsverzdgerungen (Europdische Kommission 2022: 17). In der Reaktion kiindigte Kom-
missionsprasidentin Ursula von der Leyen 2021 einen European Chips Act (ECA) an, fur
den die Européische Kommission (EK) im Februar 2022 einen Vorschlag vorlegte (EK
2022b). Ziel ist eine Stabilisierung der Wertschopfungskette sowie ,,technologische Sou-
verdnitit® (von der Leyen 2021).

Der Vorschlag der EK reiht sich in &hnliche Initiativen der US-amerikanischen Regierung
(Chips for America Act) und der chinesischen Regierung (Made in China 2025) ein. Beide
zielen ebenfalls auf eine Starkung der inlandischen Halbleiter-Industrie und eine verrin-
gerte Abhéngigkeit von ausléandischer Produktion ab. Zudem versucht die US-Regierung
aktiv, die Bestrebungen Chinas zu unterminieren, was besonders durch eingefiihrte Ex-
port-Beschrankungen deutlich wird. Der industriepolitische Interventionismus der ame-
rikanischen und chinesischen Regierung ist Teil eines Ringens um technologische Uber-
legenheit innerhalb der zunehmenden Rivalitat zwischen den beiden Landern. Jingst
wurde der Kampf um Halbleiter-Dominanz auch als ,,Chip-War* (Miller 2022) bezeich-
net.

Das vorliegende Arbeitspapier untersucht vor dem skizzierten Hintergrund die Frage,
welche Auswirkungen der Chip-War auf die EU hat und welche industriepolitischen Stra-
tegien die Europdische Kommission in der Reaktion darauf entwickelt. AnschlieRend

wird diskutiert, welche Implikationen die Umsetzung dieser Strategien fiir die Position
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der EU im Chip-War und der Triade-Konkurrenz hat. Die These ist, dass der Chip-War
die Verwundbarkeit der europdischen Industrie offenlegt und zu zunehmenden Unsicher-
heiten fuhrt, weswegen die EK mit dem ECA industriepolitische MaRnahmen vorschlagt,
diese Verwundbarkeit zu verringern und die européische Halbleiter-Industrie zu starken.
Die Akteurskonstellation tragt zu dieser Entscheidung bei, da von Endabnehmer-Indust-
rien und Halbleiter-Industrie Handlungsdruck erzeugt wird. Es ist allerdings fraglich, ob
die im ECA geplanten Malinahmen die gesteckten Ziele erreichen kdnnen. Die EU l&uft
Gefahr, sich in einen Subventionswettkampf zu begeben. Die Position der EU wird folg-
lich auch in Zukunft von Abhéngigkeiten geprégt sein. AuRerdem zeigt sich im ECA eine
Weiterfiihrung des Trends der Abkehr von marktliberalen Paradigmen.

Zur Beantwortung der Fragestellung werden methodisch sowohl Primardokumente
(ECA-Vorschlag und zugehdriges Staff Working Document), als auch wissenschaftliche
Sekundaranalysen ausgewertet. Das VVorgehen zur Beantwortung der gestellten Fragen ist
folgendermalien: Im nachsten Kapitel wird der Diskurs um die neue Triade-Konkurrenz
dargestellt, wobei der Fokus auf dem Konzept der weaponized interdependence liegt. Es
wird darauf aufbauend die politdkonomische Perspektive entwickelt, welche die theore-
tische Rahmung der Arbeit bildet. Im dritten Kapitel wird der Kontext des Chip-Wars
beschrieben und mithilfe der Theorieperspektive eingeordnet. Kapitel vier zeigt daraufhin
die Auswirkungen des Chip-Wars auf die EU auf, bevor im funften Kapitel die in Reak-
tion entwickelten Strategien der EK untersucht werden. Anhand kritischer Einschatzun-
gen zu diesen Strategien und der theoretischen Perspektive wird dann erortert, was die
Strategien fir die zukinftige Position der EU im Chip-War und der Triade-Konkurrenz

bedeuten konnte. Im letzten Kapitel wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben.

2. Theorie: Neue Rivalitaten in der Global Disorder

In diesem Kapitel wird der theoretische Diskurs um die zunehmende Rivalitat zwischen
den USA und China beleuchtet, da diese Rivalitit den bergeordneten Kontext fir die
spatere Analyse bildet. Zudem wird der Diskurs zur Rolle der EU und ihrer technologie-

politischen Position in dieser Rivalitat betrachtet.



2.1. Weaponized Interdependence und politokonomische Perspektive

Nach Scott Lavery und Davide Schmid (2021) entwickelte sich die globale Ordnung nach
der Finanzkrise 2008 zunehmend zu einer global disorder. Die Dezentrierung der Globa-
lisierung fuhrt zu Handelskonflikten, technologischem Wettkampf und zum Zusammen-
bruch multilateraler Abkommen. Der Aufstieg Chinas treibt diese Entwicklungen mal3-
geblich voran (ebd.: 1326f). Zudem kommt es zu geopolitischen Turbulenzen. Die tradi-
tionelle Fiihrungsrolle der USA erodiert und die Multipolaritat nimmt zu. Dies geht auch
damit einher, dass 6konomische Interdependenzen vermehrt als Waffe eingesetzt werden,
um politische Vorteile zu erringen (ebd.: 1327).

Das liberal-kritische Konzept der Instrumentalisierung 6konomischer Interdependenzen
als Waffe geht auf Henry Farrell und Abraham Newman (2019) zurtick, die es begrifflich
als weaponized interdependence pragten. Sie rlicken die Bedeutung von Netzwerken wie
Finanzkommunikation, Lieferketten und dem Internet in den Fokus, die eine zentrale
Rolle im Globalisierungsprozess einnehmen (ebd.: 44). Komplexe Netzwerke bilden hdu-
fig asymmetrische Strukturen, wodurch es zur Entstehung von Knotenpunkten mit beson-
ders vielen Verkniipfungen (,,hubs*) kommt. Grundvoraussetzung fur den Einsatz solcher
Netzwerke als Waffen ist fiir Staaten die Kontrolle der zentralen hubs. Durch diese Kon-
trolle kdnnen sie einen Vorteil gegeniiber Gegnern erlangen. Die strategisch intendierte
weaponization bietet dem Anwender zwei unterschiedliche Vorteile: panopticon effects,
bei denen Informationsvorteile gegeniiber Gegnern erlangt werden und chokepoint
effects, bei denen Gegner in ihrem Zugang zum Netzwerk eingeschrankt werden (ebd.:
45f). Betroffene Staaten oder jene, die weaponization gegen sich befiirchten, versuchen
in Reaktion darauf hdufig, die Netzwerke neu zu gestalten oder sich von diesen zu isolie-
ren, um ihre Verwundbarkeit zu minimieren (ebd.: 76f).

Joscha Abels und Hans-Jirgen Bieling reflektieren das Konzept der weaponization kri-
tisch und schlagen eine polittkonomische Perspektive auf die Infrastruktur-Netzwerke
vor: Der Diskurs um weaponization ist staatszentriert und lasst weitere wichtige Akteure
weitestgehend auBRer Acht. Nicht nur Staaten besitzen Kontrolle tber Infrastrukturen, son-
dern auch private Akteure, besonders transnationale Unternehmen (Abels/Bieling 2022:

2). Transnationale Unternehmen kénnen ihre Kontrolle Uber wichtige hubs nutzen, um



eigene Interessen durchzusetzen, die von denen ihres Herkunftslandes divergieren kon-
nen. Sie kdnnen also selbst Strategien der weaponization anwenden oder deren Ziel sein.
Zudem sind Staaten keine einheitlichen Akteure, weswegen innerstaatliche Konflikte be-
riicksichtigt werden mussen (ebd.: 4f).

Die EU ist in der global disorder ebenso wie die USA durch den Aufstieg Chinas heraus-
gefordert, wodurch auch von einer ,,neuen Triade-Konkurrenz* (Bieling 2019: 71) ge-
sprochen wird. Die Krise der transatlantischen Globalisierungspolitik fihrt dazu, dass die
européischen und amerikanischen Interessen in vielen Punkten divergieren: Etwa stellt
der US-Protektionismus mit Sanktionen und Strafzéllen nicht nur China, sondern auch
die EU vor Herausforderungen (ebd.: 73). In der Konsequenz ist die EU gezwungen, ei-
gene MalRnahmen zu ergreifen und setzt selbst protektionistische Instrumente wie Im-
portzolle, Antidumping- und Strafzolle oder Investitionskontrollen ein, ist dabei aber von
der weiterhin bestehenden Abhéngigkeit in ihrem Handlungsspielraum eingeschrankt
(ebd.: 74f/Abels/Bieling 2022b: 441).

Die neue Triade-Konkurrenz fiihrt auch zu einer Kurskorrektur in der Industrie- und Inf-
rastrukturpolitik: Erlaubte die marktliberale Zielsetzung eines level playing fields fir un-
ternehmerisches Handeln von den 1980er bis in die 2000er Jahren keine umfassende und
sektoral zugeschnittene Industrie- und Infrastrukturpolitik, ,,werden im zugespitzten glo-
balen Wettstreit um Marktzugéange, infrastrukturelle Kontrolle und technologische Do-
minanz marktliberale Paradigmen in den Hintergrund gedrangt™ (Abels/Bieling 2022b:
431). Es kommt zu einer ,,staatsinterventionistischen Wende* (ebd.: 445) und einer
»geookonomischen Aufladung® (ebd.: 431) der Industriepolitik. Unter Industriepolitik
kann die ,,selektive Forderung einzelner Unternehmen oder Wirtschaftszweige* (ebd.:
432) verstanden werden. Industriepolitische Instrumente kdnnen tber die finanzielle For-
derung hinausgehen und auch regulative Eingriffe umfassen (ebd.).

Nach David Harveys Konzept des ,,spatio-temporal fix* (Harvey 2003: 115) er6ffnen In-
dustrie- und Infrastrukturpolitik in der kapitalistischen Gestaltungslogik Steuerungsmaog-
lichkeiten in zweifacher Hinsicht: Erstens zielen sie darauf ab, ,,die kapitalistische Ent-

wicklung territorial und zeitlich zu fixieren, das heilt materiell oder stofflich zu veran-



kern und einzubetten* (Abels/Bieling 2022b: 434). Zweitens wirken sie der kapitalisti-
schen Krisendynamik entgegen, indem sie grol3e Kapitalvolumina in Projekte mit langer
Laufzeit und Zukunftspotenzial lenken (ebd.).

2.2. Strategische Autonomie und die technologiepolitische Position der EU in
der neuen Triade-Konkurrenz

Die Herausforderungen der neuen Triade-Konkurrenz fiihren zu neuen industriepoliti-
schen Strategien der EK, hin zu ,,einem ausgepragteren industrie- und infrastrukturpoli-
tischen Interventionismus® (ebd.: 446). 2014 startete die Juncker-Kommission gemein-
sam mit der Europaischen Investitionsbank den sogenannten Juncker-Plan, der erstmals
industriepolitische Impulse auf européischer Ebene ermoglichte. Als selbsternannte ,,ge-
opolitische Kommission* setzt auch die von der Leyen-Kommission industrie- und infra-
strukturpolitische Impulse innerhalb der neuen Triade-Konkurrenz (ebd.: 440f). Die Neue
Industriestrategie aus 2020 bezieht sich implizit auf China (,,Neue Machte und Wettbe-
werber treten in Erscheinung®) und die USA (,,Langjéhrige Partner schlagen neue Wege
ein®). Das Ziel ist, europdischen Fortschritt und Wohlstand innerhalb der neuen geopoli-
tischen Gegebenheiten zu sichern (ebd.: 443).

Zentral im Diskurs um die Position der EU in der neuen Triade-Konkurrenz, ist das Ziel
einer ,strategischen Autonomie® oder ,strategischen Souverdnitit* Europas. Kern der
Begriffe ist, ,,wie Europa autonom von Dritten seine eigenen Interessen und Prioritéten
setzen kann* (Ondarza/Overhaus 2022: 2f). Mit ,,strategischer Autonomie® ist ,,die Fa-
higkeit gemeint, selbst Priorititen zu setzen, Entscheidungen zu treffen und diese auch
umzusetzen (ebd.: 3). ,,Strategische Souverdnitit geht dariiber hinaus und ,,impliziert
eine gemeinsame politische Autoritit™ (ebd.). Souveranitit erfordert also auf die EU be-
zogen mehr Handlungsspielraum auf supranationaler Ebene (ebd.). Zu beachten ist, dass
die Begriffe je nach Verstandnis und Definition im politischen Diskurs unterschiedlich
verwendet werden und durch die geopolitischen Verschiebungen der letzten Jahre beein-
flusst sind: Lag der Fokus bei Macrons Sorbonne-Rede 2017 noch mehr im Verhéltnis zu
den USA, rickte der Ukraine-Krieg 2022 den Fokus mehr auf den Schutz vor russischen

und befiirchteten chinesischen Aggressionen (ebd.: 2f).



Besonders aus dem Bereich der AufRen- und Sicherheitspolitik stammend, finden die Be-
griffe auch in anderen Politikbereichen Anwendung. Ein Beispiel ist die eingangs zitierte
,»Technologische Souverinitit™, die Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der
Union 2021 verkniipft mit der Ankiindigung des ECA fordert. Auch in der Neuen Indust-
riestrategie nimmt Technologie einen wichtigen Stellenwert ein, um strategische Auto-
nomie zu erreichen und die Wettbewerbsfahigkeit der europdischen Industrie zu starken
(EK 2020: 13).

Die Reduzierung von Abhéangigkeiten im Technologiebereich ist bedeutend fiir die EU-
Position in der Triade-Konkurrenz: Die EU ist zwar der weltweit grofite Exporteur, aber
nur in wenigen digitalen Technologien Marktfuhrer. Stattdessen werden zunehmend stra-
tegisch wichtige Technologien importiert (Bendiek/Lippert 2020: 47). Dabei bestehen
besonders Abhédngigkeiten in zwei Richtungen: Gegenlber China im Bereich physischer
Infrastrukturen und Hardware und gegenliber den USA im Bereich von Software (A-
bels/Bieling 2022: 13). China setzte in der VVergangenheit stark auf Handels- und Inves-
titionsstrategien, die zu erzwungenem Transfer von Know-how von europdischen an chi-
nesische Firmen fiihrte. Da der chinesische Markt auf der anderen Seite weniger gedffnet
ist als der europaische, erreichte China kompetitive Vorteile (ebd.: 8/Meunier/Nicolaidis
2019: 107). Die USA setzen die EU zunehmend unter Druck, die Abhangigkeit von China
im Bereich technologischer Infrastrukturen wie etwa dem 5G-Netzwerk zu verringern
(Lavery/Schmid 2021: 1331).

3. Der Chip-War

Innerhalb der neuen Triade-Konkurrenz spielen Halbleiter! eine wichtige Rolle. Halblei-
ter sind unverzichtbare Bestandteile wichtiger Konsumgter wie Smartphones, Compu-
tern, Autos, aber auch von Waffensystemen (Bown 2020: 352). Damit sind sie als Grund-

lage von Digitalisierung und technologischem Fortschritt von strategischer Bedeutung.

! Als Halbleiter (oft wird ,,Chips* synonym verwendet) werden in der vorliegenden Arbeit alle Halbleiter-
komponenten und ihre Zwischenprodukte (z.B. Wafer) im Bereich der Mikroelektronik bezeichnet. Darun-
ter sind etwa alle Arten von Mikrochips (Prozessoren, Speicherchips usw.) zu verstehen. Diese werden aus
einem Halbleitermaterial, meist Silizium, gefertigt.
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Ihre Wertschopfungskette weist Besonderheiten auf, die sie anfallig fur Stérungen ma-
chen und den Markteintritt flir neue Bewerber erschweren.

Erstens ist das Halbleiter-Okosystem hoch spezialisiert und interdependent. Ein einzelner
Chip kann bis zu 1500 Produktionsschritte erfordern, wobei zwischen drei Hauptschritten
unterschieden werden kann: Entwurf, Herstellung sowie Packaging, Prufung und Mon-
tage. Der Entwurf ist von spezieller Software als Input abhéngig, die beiden folgenden
Schritte von speziellen Chemikalien und Ausrustung. Zweitens ist die Herstellung von
Halbleitern sehr kapitalintensiv. Eine Fabrik auf neuestem Stand erfordert Investitionen
von bis zu 20 Mrd. US-Dollar. Drittens ist die Halbleiter-Industrie sehr wissensintensiv
und hat verglichen mit anderen Industrien enorm hohe Ausgaben fiir Forschung und Ent-
wicklung. Viertens dauert die Herstellung der Einzelprodukte recht lange: Die Herstel-
lung des Wafers (wichtigstes Zwischenprodukt und Ergebnis des zweiten Produktions-
schritts) dauert durchschnittlich 12 Wochen, kann aber bis zu 20 Wochen dauern. Insge-
samt kann die Produktionszeit fir einen Halbleiter bis zu sechs Monate betragen, weswe-
gen die Industrie auf langfristige Planung angewiesen ist. Flnftens ist die Wertschop-
fungskette in hohem Mal3e globalisiert und weist flir jeden Produktionsschritt eine starke
geographische Konzentration auf. Sechstens fiihren die vorigen Merkmale dazu, dass
enge und langfristige Kooperationen zwischen Unternehmen erforderlich sind, damit die
Wertschépfungskette stabil ist (Kleinhans/Hess 2021: 6f).

US-amerikanische Unternehmen dominieren den Entwurf. Geringere Bedeutung haben
hier taiwanesische, sidkoreanische, japanische und européische Unternehmen. Chinesi-
sche Unternehmen gewinnen in den letzten Jahren an Marktanteilen. Die Herstellung do-
minieren taiwanesische Unternehmen, was Auftragsfertigungen angeht. Bedeutend sind
auch stidkoreanische, amerikanische und chinesische Unternehmen. Die neuesten Gene-
rationen (5nm)? kénnen allerdings ausschlieBlich TSMC (Taiwan) und Samsung (Stidko-
rea) herstellen. Packaging, Prifung und Montage werden ebenfalls durch taiwanesische
Unternehmen dominiert. China konnte in diesem arbeitsintensiven Bereich seine Markt-

anteile in den letzten Jahren erhéhen. Bei den Inputs dominieren US-Unternehmen hin-

2 Bezogen auf die Strukturbreite der Transistoren (gemessen in Nanometern (nm)). Diese beeinflusst die
Rechenleistung des Prozessors. Je kleiner diese GroRe, desto moderner der Herstellungsprozess und desto
hoher die Leistung des Halbleiters (Hess 2023).
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sichtlich Softwareentwicklung. Die Herstellung von Maschinen, Chemikalien und Mate-
rialien fur die Halbleiterproduktion ist weniger stark geographisch konzentriert. Es sind
hauptsachlich Unternehmen aus der EU, den USA und Japan von Bedeutung (Poi-
tiers/Weil 2021: 5f). Allerdings gibt es auch hier spezialisierte Unternehmen, die in be-
stimmten Nischen eine groRe Marktmacht besitzen: etwa das niederlandische Unterneh-
men ASML, das als einziges Unternehmen weltweit die fortgeschrittenste Lithografie-
Ausristung herstellen kann (Kleinhans/Hess 2021: 9).

Die historische Entwicklung der Halbleiter-Industrie wurde immer wieder durch staatli-
che Interventionen geprégt. Erstmals wuchs die US-Halbleiter-Industrie in den 1960ern,
angetrieben durch staatliche Militar- und Raumfahrtprogramme. In den 1960ern und fri-
hen 1970ern verlegten viele amerikanische Unternehmen den arbeitsintensiven Montage-
Prozess in asiatische Lander mit geringeren Arbeitskosten. In den 1970er Jahren began-
nen japanische Unternehmen am US-Markt aktiv zu werden, was zur Konkurrenz mit US-
Unternehmen fiihrte (Bown 2020: 353f). Die japanischen Unternehmen wurden dabei er-
folgreich durch die japanische Regierung unterstiitzt, technologisch aufzuholen (Poi-
tiers/Weil 2021: 7). Die US-Halbleiter-Industrie tibte daraufhin Druck auf die US-Regie-
rung aus. Dies fuhrte in den 1980ern zu einem Handelskonflikt zwischen den USA und
Japan, bei der die US-Regierung hohe Z6lle auf Halbleiter-Importe aus Japan erhob
(Bown 2020: 359). Durch die entstandenen Preissteigerungen boten sich Chancen fir
stidkoreanische und taiwanesische Unternehmen, an Marktmacht zu gewinnen (ebd.:
361). Erst Mitte der der 2000er Jahre endete die rund 20 Jahre dauernde Periode der Halb-
leiter-Handelskonflikte (ebd.: 363).

Der Grund war weniger eine Einigung als eine gesunkene Bedeutung des amerikanischen
Importmarktes. Zwischen 1995 und 2019 sank der Anteil der USA an den globalen Halb-
leiter-Importen von 27% auf 5%. In derselben Zeit fiel der Anteil der EU von 15% auf
6% und der Japans von 8% auf 3%. Stattdessen wurde China 2005 der gréfite Importeur
von Halbleitern, ab 2012 lag der chinesische Anteil Gber 50% der globalen Importe. Der
chinesische Bedarf ist deswegen so hoch, weil heute ca. 90% aller Smartphones, 67%
aller Smart-TVs und 65% aller PCs in China produziert werden (ebd.: 365). Zwar konnte
China in der Halbleiter-Produktion in den Bereichen Herstellung und Montage von Halb-

leitern an Bedeutung gewinnen, es liegt aber technologisch mehrere Generationen hinter
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den fortgeschrittensten Produzenten zurtick (ebd.: 367/Grimes/Du 2022: 6). Die Informa-
tions- und Kommunikationstechnikbranche Chinas ist daher immer noch stark vom Im-
port abhangig. Halbleiter sind inzwischen wertméRig Chinas grofiter Import geworden,
weit vor Erdol (Poitiers/Weil 2021: 9). Die chinesische Regierung hat diese Importab-
hangigkeit als Schwéche erkannt und 2015 mit der Made in China 2025-Initiative das
Ziel gesetzt, China solle bis 2025 unabh&ngig von Halbleiter-Importen und bis 2050 In-
novationsfihrer sein. Das Ziel ist, in der Wertschépfungskette nach oben zu riicken
(ebd.).

Allerdings scheint es unwahrscheinlich, dass China seine selbstgesteckten Ziele in naher
Zukunft erreicht: Bereits 2020 sollten 40% der Halbleiternachfrage aus heimischer Pro-
duktion gedeckt werden, 2019 waren es allerdings erst 16% (Poitiers/Weil 2021: 9). Der
bisherige Misserfolg fiihrt zu einem aggressiven industriepolitischen VVorgehen: Zwi-
schen 2014 und 2024 sollen insgesamt 170 Milliarden US-Dollar in die chinesische Halb-
leiter-Industrie investiert werden. Bisher liegt das erfolgreichste chinesische Unterneh-
men im Hersteller-Bereich (SMIC) aber trotz der Subventionen mehrere Generationen
hinter den fortgeschrittensten auslandischen Unternehmen zurtick. Es ist unwahrschein-
lich, dass chinesische Unternehmen diese Licke auf absehbare Zeit schlief}en kénnen, da
die Innovationsfuhrer weiter kréftig investieren: Allein 2020 wurden global 68 Milliarden
US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert (ebd.).

Dass Chinas Anstrengungen, mehr Kontrolle tiber die Wertschopfungskette zu erlangen
bisher vergeblich sind, liegt in hohem Mal3e an den Anstrengungen der USA dies zu ver-
hindern. Nach dem Verschwinden der Handelskonflikte um Halbleiter-Vormacht in den
2000ern, bringt die zunehmende Rivalitat zwischen den USA und China eine neue Ara
von Handelskonflikten hervor. Die USA streben ebenfalls mehr Unabhéngigkeit von
Halbleiter-Importen an. Zwar kénnen auch die US-Unternehmen mittelfristig nicht die
Liicke zu TSMC und Samsung schlieRen, allerdings sind sie durch die Produktionskapa-
zitaten nationaler Champions wie Intel und Auslandsinvestitionen fiihrender Unterneh-
men, etwa von TSMC, nédher an diesem Ziel. Zudem soll der 2020 vorgestellte Chips for
America Act Steueranreize und Subventionen fur Unternehmen bieten, Halbleiter in den
USA herstellen (ebd.: 12f).



Um diesen Vorsprung zu erhalten, setzen die USA auf Exportverbote gegenuber China,
um China den Import von Gutern zu erschweren, die chinesischen Halbleiter-Herstellern
technologischen Fortschritt ermdglichen kdnnten. Durch die US-Dominanz im ersten
Produktionsschritt (Entwurf), kdnnen die USA auBerdem die Menge an Vertragen fir
chinesische Hersteller weiter unten in der Wertschépfungskette wirksam verringern. Ahn-
liches gilt auch fir die Software-Inputs, die besonders stark in den USA konzentriert sind
und dadurch chinesische Unternehmen wie etwa Huawei HiSilicon blockieren kdnnen.
Dabei uben die USA auch Druck auf Unternehmen aus Partnerlandern aus, ebenfalls be-
stimmte Guter nicht mehr nach China zu exportieren. Prominente Beispiele sind TSMC
(Taiwan), ASML (Niederlande) und Electron (Japan) im Jahr 2020. Mdglich ist dieser
Druck auf auslandische Unternehmen ebenfalls durch die Positionierung der USA am
Beginn der Wertschopfungskette, da die betroffenen Unternehmen von amerikanischen
Zulieferern abhdngig sind. Zudem (iben die USA auch diplomatischen Druck auf die je-
weiligen Regierungen der Herkunftsl&nder der Unternehmen aus, damit diese auf die Un-
ternehmen einwirken (ebd./Bown 2020: 379). Tatsachlich ist die chinesische Halbleiter-
Industrie durch die Exportverbote empfindlich getroffen und in ihrer Innovationskraft
eingeschrankt (Poitiers/Weil 2021: 13/Grimes/Du 2022: 12).

Im Unterschied zu den friiheren Handelskonflikten mit Japan ist die amerikanische Halb-
leiter-Industrie heute kein Treiber der Entwicklung, sondern duf3ert sich kritisch tber die
Strafzolle gegentiber Halbleiter-Importen aus China, welche die US-Regierung 2018 er-
hob, und warnt vor Protektionismus (Bown 2020: 374/382). Kritik aufert die Industrie
auch an den eingefiihrten Export-Kontrollen, die besonders Huawei zum Ziel haben: Hua-
wei war ein bedeutender Kunde, weswegen die Export-Kontrollen zu wirtschaftlichen
EinbuRen fuhren (ebd.: 378f). Das Missachten der Interessen der Halbleiter-Industrie und
die aggressiven Malinahmen gegenilber China sprechen flr eine starke geopolitische
Konnotation des heutigen Chip-Wars. Besonders die nationale Sicherheit wird von der
US-Regierung als Legitimation verwendet (ebd.: 383).

Der Chip-War wird nun aus der im zweiten Kapitel dargestellten Theorieperspektive be-
trachtet: Die Halbleiter-Wertschdpfungskette ist in hohem Malie globalisiert. Die Pro-
duktionsschritte sind geographisch in einzelnen jeweils dominanten Staaten konzentriert,

wodurch zentrale hubs entstehen. Dies ist Ergebnis eines spatio-temporal-fix. Raumlich
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wurden die arbeitsintensiven Schritte durch US-Unternehmen in asiatischen Landern mit
geringeren Arbeitskosten angesiedelt. Die zeitliche Dimension offenbart sich in den ka-
pitalintensiven langfristigen Investitionen, die fur die Industrie typisch sind. Von Beginn
an hatten industriepolitische Interventionen, etwa Subventionen, eine grol3e Bedeutung
im Aufbau und in der Fortentwicklung der Industrie. An den erstmals in den 1980er Jah-
ren aufgetretenen Handelskonflikten zwischen den USA und Japan ist zu erkennen, dass
die Interessen der US-Unternehmen eine bedeutende Rolle fir das Handeln der US-Re-
gierung und ihren protektionistischen MalRnahmen spielten.

In den aktuellen Handelskonflikten mit China zeichnet sich das Handeln der US-Regie-
rung durch Strategien der weaponized Interdependence aus. Dies ist méglich, da die USA
und enge Verbundete zentrale hubs in der asymmetrischen Wertschopfungskette kontrol-
lieren. Besonders deutlich werden chokepoint-Effekte: Durch die starke Position der USA
am Beginn der Wertschopfungskette (Inputs/Entwurf) kénnen chinesischen Unternehmen
von wichtigen Ressourcen zur Fortentwicklung ihrer Halbleiter-Technologie abgeschnit-
ten werden. Dieselbe Machtposition wird ausgenutzt, um auslédndische Unternehmen ent-
gegen deren 6konomischen Interessen dazu zu zwingen, ebenfalls restriktive Manahmen
gegeniiber chinesischen Unternehmen zu ergreifen. Der Interessenkonflikt zwischen der
amerikanischen Regierung und der amerikanischen Halbleiter-Industrie konnte allerdings
langfristig die Wirksamkeit der MalRnahmen untergraben, falls die Industrie Wege findet,
die Verbote zu umgehen.

Im Zuge der Handelskonflikte ergreifen sowohl China als auch die USA industriepoliti-
sche MaRnahmen, um unabhangiger von Halbleiter-Importen aus dem Ausland zu werden
und ihre Verwundbarkeit zu verringern. Dies kann als versuchte Umkehrung des ur-
sprunglichen spatio-temporal-fix angesehen werden: Diesmal wird die Relokalisierung
von den Regierungen durch kapitalintensive und langfristige Investitionen in Form von
Forderungen und Subventionen angestrebt, um Halbleiter-Produktionskapazitéten inlan-
disch zu verankern und so die Auswirkungen von (geopolitischen) Krisen auf die inlan-

dische Halbleiter-Versorgung einzudammen.
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4. Auswirkungen des Chip-Wars auf die EU

Auch die EU ist in vielen Industriezweigen von Halbleiter-Importen abhéngig. Die Im-
porte Gberwiegen seit 2018 die Exporte um einen Wert von rund 10 Milliarden Euro jahr-
lich (Ciani/Nardo 2022: 11-14). 2021 waren es fast 20 Milliarden (31,5 Mrd. Exporte
gegen 51 Mrd. Euro Importe) (EK 2022: 57). Von Bedeutung sind dabei in erster Linie
Importe aus Taiwan, China, den USA, Japan und Stidkorea (Ciani/Nardo 2022: 11-14).
Der Verbrauch von Halbleitern in der EU ist fast doppelt so hoch wie die Produktion (EK
2022: 57). Die Halbleiter-Industrie in der EU ist spezialisiert auf Halbleiter mit gréf3eren
StrukturgrofRen (mature nodes) fur die Automobilindustrie und die industrielle Automa-
tisierung (EK 2022: 28-30). Es werden allerdings auch nicht genug mature nodes produ-
ziert, um die bestehende Nachfrage innerhalb der EU zu decken. Im Zuge der Digitalisie-
rung des Automobilsektors sowie weiterer wichtiger Industrien ist die EU zusétzlich zu-
nehmend auf fortgeschrittene Halbleiter-Generationen angewiesen. Fur die fortgeschrit-
tensten Halbleiter-Generationen mit den kleinsten StrukturgréRen gibt es in der EU gar
keine Produktionskapazitaten (Poitiers/Weil 2021: 15f).

Insgesamt liegt der weltweite Gesamtmarktanteil der EU innerhalb der Halbleiter-Wert-
schopfungskette bei etwa 10% (EK 2022b: 2). Bei der Herstellung sind es 7% (EK 2022:
74). Bedeutend fir die globale Wertschopfungskette ist die EU hauptsachlich in den Be-
reichen vor den eigentlichen Produktionsschritten: Sie ist ein starker Standort fur For-
schung und Entwicklung sowie fir die Herstellung spezialisierter Ausriistung und Che-
mikalien als Inputs fir die Halbleiter-Herstellung (EK 2022b: 1f).

Durch die Import-Abhangigkeit ist die EU besonders von den Auswirkungen des Chip-
Wars im Zuge der Rivalitat zwischen den USA und China betroffen: Die durch die USA
eingesetzte weaponized interdependence, die auf die Schwéchung des technologischen
Fortschritts der chinesischen Halbleiter-Industrie abzielt (siehe 3), kann auch européische
Unternehmen treffen. Zum einen, indem sie bestimmte Produkte nicht mehr nach China
verkaufen durfen, wie etwa der Fall von ASML zeigt. Die Exportbeschrankungen bevor-
teilen US-Unternehmen, da diesen teilweise Ausnahmelizenzen erteilt wurden, bestimmte
Produkte weiter mit den chinesischen Unternehmen Huawei und SMIC zu handeln, wéh-

rend europaische Unternehmen vom chinesischen Markt abgeschnitten wurden (Poi-
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tiers/Weil 2021: 14f). Zum anderen konnte die Rivalitat zu einer technologischen Ent-
kopplung fiihren, die die stark globalisierte Halbleiter-Industrie empfindlich treffen und
durch ihre Bedeutung flr weitere Industriezweige die Wirtschaftsleistung in Europa be-
deutend schwéchen konnte (ebd.: 15).

Die grolite Unsicherheit, die aus der Rivalitat fir die Halbleiter-Industrie und ihre End-
abnehmer entsteht, ist der Konflikt um den Status Taiwans. Das zunehmend aggressive
Verhalten Festland-Chinas (etwa durch Militaribungen) gegeniiber dem Inselstaat, den
es als Teil des eigenen Territoriums ansieht, bedroht die gesamte Wertschopfungskette.
Taiwan, besonders TMSC, hat im zweiten und dritten Produktionsschritt fiir die fortge-
schrittensten Halbleiter-Generationen groRe Marktanteile. Ein Angriff Chinas auf Taiwan
konnte daher einen grofRen Teil der globalen Produktion lahmlegen. Neben der militari-
schen Gefahr ist die Konzentration in Taiwan auch wegen der Anfélligkeit der Insel fur
Naturkatastrophen problematisch, die immer wieder zu Produktionsausfallen fuhren
(ebd.: 13f).

Insgesamt erhoht die Rivalitat zwischen China und den USA also die Unsicherheit und
die Gefahr von Stérungen der ohnehin fragilen Wertschopfungskette. Welche Auswir-
kungen solche Stérungen haben kénnen, zeigt sich seit Beginn der Corona-Pandemie
2020. Die Ursachen und die Auswirkungen dieser Stérungen auf die europdischen End-
abnehmer-Industrien werden im Folgenden beschrieben. Sie sind paradigmatisch fur die
Auswirkungen zukinftiger Disruptionen der Wertschopfungskette. Zudem sind die St6-
rungen bedeutsam, weil sie von der EK als Legitimation fir den ECA-Vorschlag verwen-
det werden (EK 2022b: 1).

Kleinhans und Hess (2021: 5) identifizieren drei Ursachen: Erstens flhrten die amerika-
nischen Exportrestriktionen dazu, dass chinesische Unternehmen begannen, Halbleiter zu
horten. Dadurch stieg die Nachfrage nach Halbleitern. Zweitens kam es in der Pandemie
zusétzlich zu einer starken Nachfragesteigerung, da fur Home-Office und Home-Schoo-
ling massenhaft PCs, Laptops, Rechenzentren und Server bendtigt wurden. Zur Herstel-
lung aller dieser Produkte sind Halbleiter erforderlich. Drittens fuhrten externe Schocks

zu einer Verringerung der globalen Produktionskapazitaten, wodurch das Angebot ver-
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ringert wurde. Dazu z&hlen Lockdowns, die temporére Produktionsstopps in vielen Fab-
riken nach sich zogen, aber auch Umwelteinflusse wie Erdbeben, Feuer, Schneestiirme
und Dirren, die weltweit zu Produktionsausfallen fiihrten (ebd.).

Die Storungen der globalen Wertschopfungskette wirken sich auf verschiedene europdi-
sche Endabnehmer-Industrien aus, die Halbleiter fur ihre Produktion bendtigen (EK
2022: 16f). In der Automobilindustrie fuhrten die Lockdowns und pessimistischen Prog-
nosen zu Beginn der Pandemie dazu, dass Autohersteller und Zulieferer ihre Halbleiter-
Bestellungen in den ersten beiden Quartalen 2020 stornierten. Als die Nachfrage nach
Autos Ende des Jahres wieder stieg, waren die Auftragsfertiger, in erster Linie TSMC,
mit den Bestellungen der IT-Equipment-Hersteller ausgebucht, wéhrend chinesische Un-
ternehmen Halbleiter horteten (siehe Grinde 1 und 2 fir die Stérungen oben). Dadurch
kam es zu langen Wartezeiten bis zu einem Jahr fir Halbleiterlieferungen, was die Pro-
duktion vieler européischer Autohersteller lahmlegte. Auch 2022 waren die Wartezeiten
noch doppelt so hoch wie 2019. In der deutschen Automobilindustrie war die Produktion
2021 34% geringer als 2019 (ebd.: 17f).

Neben der Automobilindustrie wurde auch die europdische Gesundheitsbranche durch die
Storungen getroffen: In der Medizintechnik, fur die Halbleiter ebenfalls ein wichtiger In-
put sind, konnten verschiedene Maschinen zur Intensivpflege nicht hergestellt werden,
wodurch fir die Pandemiebekdmpfung zehntausende Betten zur Intensivpflege in Kran-
kenhdusern nicht zur Verfigung standen (ebd.: 18f). Auch die Raumfahrt- und Riistungs-
industrie wurde getroffen: Die Beschaffungsprobleme und ldngeren Wartezeiten fiir
Halbleiterprodukte fihrten hier zu Verzégerungen fiir geplante Raumfahrtmissionen und
-programme wie etwa die zweite Generation des Galileo-Projekts. Die Halbleiter-Abhén-
gigkeit der europdischen Raumfahrt- und Ristungsindustrie fihrt zu Wettbewerbsnach-
teilen des Sektors und zu erheblichen Einschrankungen der Sicherheitserwégungen im

Rahmen der angestrebten strategischen Autonomie (ebd.: 19).

5. Der European Chips Act

Der Blick auf die Auswirkungen der Stérungen in der Halbleiter-Wertschopfungskette

offenbart die Abhangigkeiten europdischer Unternehmen von Importen aus Asien und
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den USA. Die Rivalitat zwischen den USA und China ist dabei ein erheblicher Faktor fur
Unsicherheit und hat wéhrend der Corona-Pandemie fir eine Zunahme von Stdrungen
gesorgt. Dies trifft eine Vielzahl europdischer Industrien, fir die Halbleiter wichtig als
Input sind. Die Abhangigkeiten und Verwundbarkeiten fiihren zum Vorschlag der EK,
mithilfe von industriepolitischen Strategien entgegenzuwirken, um mehr Unabhangigkeit

und das Ziel technologischer Souveréanitét zu erreichen.

5.1 Ziele und Strategien der Europaischen Kommission

Die Digitalisierung spielt fiir die européische Wettbewerbsféhigkeit in der vierten indust-
riellen Revolution (,,Industrie 4.0) eine entscheidende Rolle. Im bedeutenden européi-
schen Automobilsektor (ca. 7% des BIP der EU) werden Autos zu ,,Computern auf Ri-
dern®. Bereits jetzt und besonders in Hinblick auf die Zukunft von elektrischem und au-
tonomem Fahren spielen Halbleiter eine immer wichtigere Rolle und sind Grundvoraus-
setzung fur den Autobau (Poitiers/Weil 2021: 15f). Die EK versteht digitale Technologien
daher zunehmend als strategisch und hat 2021 mit Beginn der ,,Digitalen Dekade* Ziele
fir die digitale Transformation in der EU bis 2030 gesetzt. Auch hier sind Halbleiter
zentral: Bis 2030 soll der Marktanteil von in der EU produzierten Halbleitern 20% betra-
gen (ebd.: 16). Bereits 2018 wurde im Rahmen der IPCEI (Important Projects of Common
European Interest) ein eigenes IPCEI fir den Mikroelektronik- und Kommunikations-
technologiesektor gegriindet, wodurch es nationalen Regierungen erlaubt ist, dort staatli-
che Beihilfen zu leisten. Bis 2020 wurden unter diesem IPCEI etwa 1,7 Milliarden Euro
Beihilfe geleistet (ebd.).

Der bisher weitreichendste VorstoR zur Unterstiitzung der européischen Halbleiter-In-
dustrie ist allerdings der Vorschlag der EK fiir einen European Chips Act (ECA) vom
08.02.2022. Als Ausloser fir den Vorstol3 werden von der EK die Stérungen der Wert-
schopfungsketten wéhrend der Corona-Pandemie sowie die bestehende Abhédngigkeit von
Drittlandern genannt (EK 2022b: 1). Explizit wird auf den geopolitischen Kontext hinge-
wiesen: Die Diagnose einer europdischen ,,Anfalligkeit fir Ausfuhrbeschrankungen von
Drittlindern und andere Storungen im derzeitigen geopolitischen Kontext™ (ebd.) ver-
weist auf die sich verscharfende Halbleiter-Konkurrenz im Rahmen der Rivalitat zwi-
schen den USA und China (siehe 3). Weiter heif3t es:
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Halbleiter stehen heute im Mittelpunkt starker geostrategischer Interessen und im Zentrum
des weltweiten Technologiewettlaufs. Die Staaten sind bestrebt, ihre Versorgung mit hoch-
modernen Chips zu sichern, da dies zunehmend die VVoraussetzung dafur ist, dass sie (wirt-
schaftlich, industriell und militarisch) handlungsfahig bleiben und die digitale Transforma-
tion vorantreiben konnen. Alle groRen Weltregionen investieren bereits in groem Umfang
und setzen UnterstiitzungsmalRnahmen zur Innovation und Starkung ihrer Produktionsver-
mdogen ein (ebd.: 2).

Aus dieser Analyse der geopolitischen Gegebenheiten, formuliert die EK folgendes Ziel:

Die Union verfugt Gber die Ressourcen, um auf dem Chipmarkt der Zukunft zu einem Bran-
chenfiihrer zu werden. Ziel der EU ist es, ihren weltweiten Produktionsanteil bis 2030 wert-
méaRig auf 20 % zu verdoppeln. Es geht nicht nur darum, Abhangigkeiten zu verringern,
sondern auch die wirtschaftlichen Chancen zu nutzen, da sich der Weltmarkt fir Halbleiter
vor Ende des Jahrzehnts voraussichtlich verdoppeln wird, wodurch die Wettbewerbsfahig-
keit des Halbleiter-Okosystems und der Industrie insgesamt durch innovative Produkte fiir
die européischen Birgerinnen und Birger gesteigert wird (ebd.).

Zur Erreichung dieser Ziele werden im ECA Malinahmen in drei S&ulen vorgeschlagen,
um unterschiedliche Problembereiche zu adressieren: Sdule 1 (,,Chips fiir Europa®) um-
fasst die Lancierung der Initiative ,,Chips fiir Europa“. Hier liegt der Fokus auf der Un-
terstlitzung technologischer Kapazitaten und Innovationen, die den bereits starken For-
schungs- und Entwicklungsstandort weiter starken, aber auch zu mehr Produktion in der
EU fuhren sollen. Auch die Forschung zukunftsweisender Technologien wie Quanten-
chips soll gefordert werden. Zusétzlich soll durch die Initiative auch der Produktions-
schritt des Entwurfs durch den Aufbau einer virtuellen Entwurfsplattform sowie Pilotan-
lagen zum Testen des Produktdesigns gefordert werden. Neben der Initiative soll unter
Séule 1 ein ,,Chips-Fonds* eingerichtet werden, der Mittel zur Férderung von Unterneh-
men und Investitionen entlang der gesamten Wertschdpfungskette bereitstellen und bes-
ser verfligbar machen soll (ebd.: 4).

Saule 2 (,,Versorgungssicherheit*) umfasst die Mobilisierung von Investitionen und die
Erhohung der Produktionskapazitaten im zweiten und dritten Produktionsschritt (Halb-
leiterherstellung/Packaging, Prifung und Montage). Hier sollen Anlagen zur Halbleiter-
herstellung gefordert werden, die es so in der EU noch nicht gibt (bspw. kleinere Struk-
turgroRe, Verwendung neuer Materialien, Prozessinnovationen, aber auch verbesserte
Energie- und Umweltleistung). Durch diese Férderung von Anlagen zur Herstellung, soll
die Verflgbarkeit von Halbleitern fur weiterverarbeitende Unternehmen in der EU ge-
waéhrleistet werden. Zusatzlich soll unter Sdule 2 auch die Resilienz gegeniliber Cyberan-

griffen gestarkt werden (ebd.: 4f).

16



In Siule 3 (,,Uberwachung und Krisenreaktion®) soll ein Koordinierungsmechanismus
zwischen den Mitgliedstaaten und der EK geschaffen werden, mit dessen Hilfe das An-
gebot an Halbleitern beobachtet und die Nachfrage geschatzt werden soll. Dies soll er-
maoglichen, Engpésse zu antizipieren und gegebenenfalls eine Krisenstufe auszuldsen, die
der EK den Einsatz eines Instrumentariums an MalRnahmen erlaubt (ebd.: 5). Der Ablauf
ist nach Kommissionsvorschlag folgendermalen: Die Mitgliedsstaaten alarmieren die EK
maoglichst fruh, bevor es zu Knappheiten kommt. Die EK untersucht dann die Situation
und aktiviert eine Halbleiterkrisenstufe (EK 2022: 87f).

Das durch die Krisenstufe ermoglichte Instrumentarium beinhaltet verschiedene Hand-
lungsoptionen fir die EK: Erstens verpflichtende Informationsanfragen an représentative
Organisationen oder einzelne Unternehmen, um die Stérungen untersuchen zu kdnnen
und vorhandene Kapazitdten zu ermitteln. Zweitens prioritére Bestellungen, die die EK
an einzelne Unternehmen fur krisenrelevante Produkte richten kann. Die EK kann dabei
Produkte, Menge und Zeitgrenze festlegen. Diese Moglichkeit bezieht sich in erster Linie
auf geforderte Unternehmen und soll nur in Ausnahmeféllen auf andere Unternehmen
ausgeweitet werden, falls kritische Sektoren bedroht sind. Drittens den gemeinsamen Ein-
kauf krisenrelevanter Produkte: Die EK kann im Auftrag von mehreren Mitgliedsstaaten
krisenrelevante Produkte beschaffen, die dann durch die beteiligten Mitgliedsstaaten ge-
nutzt oder weiterverteilt werden. Viertens Exportkontrollen, durch die das Verstandnis
von der Wertschopfungskette und deren Transparenz erhoht, aber auch die Verscharfung
von Knappheiten durch Exporte krisenrelevanter Produkte verhindert werden soll (ebd.:
89f).

5.2 Akteurskonstellation: Die Interessen von Endabnehmer- und Halbleiter-
Industrie

Die Akteurskonstellation in der européischen Industrie fuhrt zu Handlungsdruck auf die
EK. Besonders betroffen von den derzeitigen Stoérungen ist die europdische Automobil-
industrie als Endabnehmerin von Halbleitern. Global droht ihr durch den Halbleiterman-
gel bis 2026 ein Produktionsriickgang von 20%. 2021 ging die Produktion um 9% zur(ck.
In Spanien strich die Automobilindustrie tber 20.000 Arbeitsplatze Die Automobilin-

dustrie bt daher Druck auf die Politik aus, die Versorgung mit Halbleitern zu sichern.
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Der Verband der Automobilindustrie (VDA) fordert beispielsweise den Aufbau von zu-
satzlichen Produktionskapazitaten fur automobilrelevante Halbleiter in Europa, um die
Abhéngigkeit von Asien und verbundene Unsicherheiten zu verringern. Der VDA be-
gruit daher den Kommissions-Vorschlag fiir den ECA (WirtschaftsWoche 2021/Schéfer
2023/Pertschy 2023). Auch weitere wichtige Endabnehmer-Industrien fordern Mal3nah-
men. So setzt sich etwa der Verband der Elektro- und Digitalindustrie fir eine Halb-
leiterstrategie in Deutschland und Europa ein (ZVEI 2021).

Neben dem Handlungsdruck, der durch die Forderungen der Endabnehmer-Industrien auf
die EK besteht, erhebt auch die Halbleiter-Industrie Forderungen. Diese kénnte durch den
ECA von einem Phanomen profitieren, das von verschiedenen Beobachter*innen kriti-
siert wird: Die EU tritt mit dem ECA in einen internationalen Subventionswettkampf ein,
was die Verhandlungsmacht der Halbleiter-Industrie massiv erhoht. Besonders die tech-
nologisch am weitesten fortgeschrittenen Unternehmen mit groRer Marktmacht, TSMC,
Samsung und Intel profitieren davon und fordern hohe Subventionen fur Investitionen in
neue Produktionskapazitaten (Poitiers/Weil 2022). Das ist bei derzeit geplanten Projekten
in Europa bereits erkennbar: Bundesfinanzminister Christian Lindner sprach jlingst da-
von, dass Deutschland sich nicht erpressen lasse. Hintergrund sind Forderungen von Intel,
die bereits vereinbarten 6,8 Milliarden Euro Unterstlitzung fiir neue Anlagen in Magde-
burg weiter aufzustocken (Stock 2023).

Auch européische Produzenten verlangen hohe Summen: Der deutsche Halbleiter-Her-
steller Infineon, einer der bedeutendsten européischen Player, verlangt fur seine Standor-
terweiterung in Dresden umgerechnet eine Million Euro Subvention pro geschaffenem
Arbeitsplatz (ebd.). Infineon-Vorstandschef Reinhard Ploss warnt davor, dass ein Nicht-
Handeln der EU negative Konsequenzen fir eine Reihe von Endabnehmer-Industrien so-
wie die Umwelt- und Digitalziele haben konnte: ,,Wer sich nur hinten reinstellt, der wird
wahrscheinlich nicht der Sieger des ndchsten Matches sein® (Pertschy 2023). Die hohen
Forderungen sind besonders brisant vor dem Hintergrund, dass die Gewinne fir die Un-
ternehmen durch die hohe Nachfrage bei knappem Angebot zurzeit sowieso sehr hoch
sind. Die transnationalen Halbleiter-Unternehmen profitieren vom internationalen Sub-

ventionswettkampf, den der ECA weiter anheizen wirde. Zudem ist dessen Fokussierung
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auf den kapitalintensiven und riskanten zweiten Produktionsschritt (Herstellung) und dar-
uber hinaus innovativer Anlagen ebenfalls im Interesse der Halbleiter-Industrie, da sich
diese durch die Forderung gegen Risiken besser absichern konnte. In gewisser Weise
kann hier auch von einer weaponization-Strategie der transnationalen Halbleiter-Unter-
nehmen gesprochen werden, die ihre direkte Kontrolle (iber die hubs ausnutzen, um For-
dermittel fur Investitionen in die H6he zu treiben. Nur sie haben das Know-how, Produk-
tionskapazitaten zu schaffen. Auf diesen Druck verweist auch die EK im ECA:

Es gibt Hinweise darauf, dass Unternehmen aus der Union und RTO durch attraktive An-
gebote angelockt werden und in andere Regionen umziehen kdnnten. Weniger wahrschein-
lich ist, dass internationale Akteure bestehende Anlagen ausweiten oder neue Produktions-
anlagen in der Union errichten, ohne dass die Investitionsbedingungen, die Mdglichkeiten
fur 6ffentliche Unterstiitzung und 6ffentliche Investitionen in Kompetenzen, Infrastruktur
und fortgeschrittene FUE usw. vollstdndig geklart sind (EK 2022b: 14).

Die machtvolle Position der Halbleiter-Industrie manifestiert sich auch im ECA: In seiner
Vorbereitung bezog die EK die Industrie im Rahmen eines CEO Roundtable on Semi-
conductors eng ein, bei dem wichtige Reprasentant*innen des europaischen Halbleiter-
Okosystems ihre Interessen vertreten konnten. Hier wurden ebenfalls 6ffentliche Forde-
rungen von Produktionskapazitaten gefordert (EK 2022c). Auch im geplanten Gover-
nance-Konzept flr den ECA soll die Industrie ber die Industrial Alliance on Processors
and Semiconductor Technologies sowie im Governing Board des Gemeinsamen Unter-
nehmens fiir Chips® eine Stimme bekommen (EK 2022: 93f). Die beschriebenen Entwick-
lungen zeigen, dass die EK sowohl durch Endabnehmer-Industrien als auch durch die
Halbleiter-Industrie selbst unter Handlungsdruck gesetzt wurde, industriepolitische MaR-

nahmen zu ergreifen.

5.3 Kritik am ECA: Falscher Fokus und weitere Abhangigkeit

Bislang ist der ECA nur ein Vorschlag der EK. Dennoch zeigt er ihre geopolitischen Ziele
und Strategien in der Konkurrenz um die Halbleiter(-technologien) der Zukunft. Kritische
Analysen zu den vorgeschlagenen Strategien sind skeptisch, ob die selbst gesteckten Ziele

erreichbar sind.

% Das Gemeinsame Unternehmen fir digitale Schltsseltechnologien soll durch den ECA in Gemeinsames
Unternehmen fur Chips umbenannt werden und Initiativen des urspriinglichen Unternehmens sowie MaR-
nahmen unter der Chips for Europe-Initiative (Sdule 1) koordinieren.
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Ein haufig formulierter Kritikpunkt ist der Schwerpunkt des ECA auf Innovation im zwei-
ten Produktionsschritt (Herstellung). Hier sollen Anlagen gefdrdert werden, die so noch
nicht in der EU bestehen. Dieser Fokus kdnnte am européischen Bedarf vorbei gehen.
Altere Fertigungsprozesse fir Halbleiter mit groRerer Strukturbreite (mature nodes) sind
sehr bedeutend fiir Automobil- Maschinenbau- und Gesundheitsindustrie, werden aber
durch den ECA nicht gefordert. Die Endabnehmer-Industrien solcher Halbleiter werden
auch in Zukunft auf mature nodes angewiesen sein, weswegen eine Starkung von deren
Herstellung in der EU wichtig flr die Versorgungssicherheit ware. Besonders, da China
seine Marktmacht bei den mature nodes weiter ausbaut und die europdische Abhangigkeit
von China folglich noch grofer wird (Hess 2023/Poitiers/Weil 2022).

Zudem wirft der Europdische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) die Frage auf,
ob ein Fokus auf den Produktionsschritt Herstellung sinnvoll ist, wenn der folgende
Schritt (Packaging, Prifung und Montage) nicht ausreichend im ECA adressiert wird und
die Zwischenprodukte hierzu wieder nach Asien verschifft werden missen (EWSA
2022). Zudem ist die Starkung der Herstellung von Halbleitern eine grof3e Herausforde-
rung. Wenn es um innovative Anlagen geht, sind Investitionen besonders riskant, kapi-
talintensiv und erfordern viel Know-how. Subventionen garantieren keine substanziellen
Fortschritte. Garcia-Herrero und Weil merken an, dass China trotz groRer Investitionen
seit fast zehn Jahren daran scheitert, die Herstellung und Miniaturisierung der Struktur-
grole im eigenen Land voranzutreiben. Solch ein Scheitern kénnte auch der EU drohen
(Garcia-Herrero/Weil 2022: 8f/Poitiers/Weil 2022).

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die geplanten Interventionen in Saule 3 (,,Uber-
wachung und Krisenreaktion®). Poitiers und Weil (2022) kritisieren, dass das Instrumen-
tarium zwar an die Corona-Instrumente der EK angelehnt ist (Gemeinsamer Einkauf von
Impfstoff/Medizingltern und deren Verteilung sowie Exportkontrollen), die Legitimation
fiir Interventionen in die Halbleiter-Wertschépfungskette zum Wohle der VVersorgungssi-
cherheit privater Unternehmen aber deutlich schwacher ist als Interventionen zum Wohle
der Gesundheit der Biirger*innen. Dariber hinaus sind einige Kritiker*innen skeptisch,
was die Effizienz und Wirkung des Instrumentariums betrifft. Miller (2022b) kritisiert,
dass die MaBnahmen am Ziel vorbeigehen und die Interventionen in die Wertschépfungs-

kette eher Stdrungen verursachen als 16sen konnten. Zudem kénnten die Instrumente im
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Krisenfall, besonders einem Angriff Chinas auf Taiwan, nicht fur eine ausreichende Halb-
leiter-Versorgung in der EU sorgen.

Auch Kleinhans und Hess (2022) sehen die Besonderheiten des Halbleiter-Okosystems
in Sdule 3 nicht ausreichend reflektiert: Nur die Halbleiter-Industrie selbst und ihre End-
abnehmer-Industrien kdnnen den Autor*innen zufolge ein Monitoring vornehmen, da nur
sie das Detail-Wissen tiber Auswirkungen bestimmter Knappheiten und moglichen Ersatz
haben und nur sie die Lagerbestande fiur Krisensituationen bestimmen konnen. In ihrer
Analyse kommen die Autor*innen zu dem Schluss, dass die vorgeschlagenen Instrumente
im Krisenfall ineffektiv sind (Kleinhans/Hess 2022: 18f). Halbleiter(zwischen-)produkte
kdnnen nicht einfach umverteilt werden, wie es Séule 3 impliziert, da sie meist hoch spe-
zialisiert fur bestimmte Kunden produziert werden. Aul3erdem fuhren die langen Produk-
tionszeiten dazu, dass sich die Industrie nicht kurzfristig an Vorgaben der EK anpassen
konnte. Eine weitere Gefahr sei, dass die Interventionen ein protektionistisches Signal an
potenzielle Partnerlander senden kdnnten, was Policy-Koordination mit diesen weiter er-
schwert (Poitiers/Weil 2022).

Auch die Finanzierung der geplanten Initiativen und Férdermalinahmen steht in der Kri-
tik. Der EWSA warnt davor, dass zu hohe Subventionen zu nicht-nachhaltigen Investiti-
onen fuhren und in einem Subventionswettkampf mit den USA und China miinden kdnn-
ten (EWSA 2022). Gleichzeitig ist unklar, wieviel neue Investitionen durch den ECA
ermdglicht werden. Das Ziel ist eine Mobilisierung von 43 Mrd. € o6ffentlicher und priva-
ter Investitionen. Nur 3,3 Mrd. € sollen von der EU direkt aus bestehenden Programmen
(Horizon Europe/Digital Europe) beigesteuert werden. Der GroRteil soll aus IPCEI stam-
men. Ziel ist es, dass Mitgliedsstaaten und Unternehmen investieren. Das lasst die Frage
offen, ob das gesteckte Ziel an Investitionen tberhaupt erreicht wird (Poitiers/Weil 2022).
Auch der EWSA ist hier skeptisch und Vertreter fordern ,,neues Geld®, anstatt der Wei-
terverteilung aus bereits bestehenden Initiativen. Der EWSA kritisiert, dass das Volumen
der Investitionen verglichen mit den Initiativen der USA und China, aber auch Studkorea
und Taiwan zu gering ist (EWSA 2022).

Dieser Vergleich ist relevant, wenn man die unterschiedlichen Startvoraussetzungen des
Wettkampfs betrachtet: Die USA dominieren den Entwurf, Studkorea und Taiwan die

Herstellung der am weitesten fortgeschrittenen Halbleiter, China hat groRere Kapazitaten

21



in der Herstellung &lterer Halbleiter-Generationen sowie im dritten Produktionsschritt
(Packaging, Priifung und Montage). Die EU ist in allen drei Produktionsschritten nur
schwach vertreten (siehe 4). Das bedeutet, die EU musste im Vergleich zu den Konkur-
renten deutlich mehr Anstrengungen unternehmen, um aufzuholen (Garcia-Herrero/Weil
2022: 8). Besonders, da die Initiative im Vergleich auch noch recht spat kommt: Die Pro-
gramme in den USA und China sind bereits gestartet (Rohl/Rusche 2022: 2). Das flhrt
zu Kritik an der Zielsetzung der EK. Angesichts des Riickstands sind die Ziele zu hoch
gesteckt: Der anvisierte Anteil von 20% an der globalen Halbleiter-Produktion bis 2030
ist kaum zu erreichen. Momentan steht die EU bei ca. 10%, da die globale Produktion
sich bis 2030 Schatzungen zufolge allerdings verdoppeln wird, misste die EU ihre jetzige
Produktion vervierfachen, was mit den geplanten Mal3nahmen unwahrscheinlich ist (Han-
cké/Garcia Calvo 2022: 6).

5.4 Die Ubergeordneten Trends bestatigen sich im ECA: Industriepolitischer
Interventionismus und Abkehr von marktliberalen Paradigmen

Bei der Betrachtung der Entwicklungen des Chip-Wars und den von der EK vorgeschla-
genen Strategien fallt auf, dass sich die in Kapitel 2 diagnostizierten Merkmale der global
disorder auch in der Halbleiter-Konkurrenz zeigen. Die Halbleiter-Wertschopfungskette
ist dezentriert, die geographische Konzentration einzelner Produktionsschritte fuhrt zu
Asymmetrien, durch die die USA in der Lage sind, Strategien der weaponization gegen
den Rivalen China einzusetzen und diesen durch chokepoint effects von bestimmten G-
tern abzuschneiden, um seinen technologischen Fortschritt einzuddmmen (siehe 3). Aus
diesen Entwicklungen resultieren geopolitische Turbulenzen und Unsicherheiten, die die
EK dazu bewegen, im ECA vorzuschlagen, industriepolitisch zu intervenieren, um die
europaischen Endabnehmer-Industrien vor Turbulenzen zu schiitzen, durch die sie emp-
findlich getroffen werden konnten (siehe 4). Das Ziel ist eine technologische Souverani-
tat: Angesichts der Unsicherheiten sollen die Netzwerke der Halbleiterversorgung neuge-
staltet und ihre Resilienz erhéht werden. Durch den Fokus auf innovative Produktionsan-
lagen sollen zentrale hubs der Wertschépfungskette in der EU fixiert werden, um ihr mehr

Kontrolle in der Wertschdpfungskette zu ermdglichen.
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Die Initiative wird neben dem externen Druck durch die geopolitische Konstellation auch
durch die interne Akteurskonstellation der industriellen Interessen vorangetrieben. Die
Endabnehmer-Industrien fordern mehr Versorgungssicherheit durch européische Produk-
tionskapazitaten. Die Halbleiter-Industrie ist vor allem an Subventionen fiir ihre kapital-
intensiven und riskanten Investitionen in die Herstellung interessiert. Beide Forderungen
werden durch den ECA adressiert. Besonders profitieren transnationale Halbleiter-Unter-
nehmen, die durch den Eintritt der EU in einen globalen Subventionswettkampf sowohl
an die EU als auch an andere Wettbewerber noch héhere Forderungen stellen kdnnen.
Die Strategien, die die EK vorschlégt, zielen auf eine Forderung der Halbleiter-Produk-
tion in der EU (Saulen 1 und 2) und auf zusétzliche Kompetenzen der EK im Krisenfall
(Séaule 3) nach Vorbild der Strategien zur Impfstoffbeschaffung wéhrend der Corona-
Pandemie. Das zeigt, dass der EK auf supranationaler Ebene mehr Interventionsmoglich-
keiten ermdglicht werden sollen. Dies stellt ein zentrales Merkmal strategischer Souve-
ranitat dar (siehe 2.2). Das Instrumentarium fur den Krisenfall erscheint aber nicht an die
Besonderheiten der Halbleiter-Wertschdpfungskette angepasst, die auf langfristige Pla-
nung und hohe Spezialisierung angewiesen ist. Kurzfristige Interventionen werden
hdchstwahrscheinlich nicht effektiv sein (siehe 5.2). Es erscheint zudem unwahrschein-
lich, dass die MaRnahmen unter den ersten beiden S&ulen ausreichend Produktion in der
EU bis 2030 anregen. Besonders, da der Fokus der Forderung auf kleinen Strukturbreiten
liegt, der europdische Bedarf allerdings hauptsachlich bei groReren Strukturbreiten be-
steht. Die Position der EU in der Halbleiter-Konkurrenz wird also vermutlich auch bei
Umsetzung des ECA weiterhin durch Abhangigkeit gekennzeichnet sein.

Insgesamt ist also fraglich, ob der ECA der Européischen Union die anvisierte technolo-
gische Souverénitat ermdglicht. Im ECA spiegeln sich aber die tbergeordneten Trends
der in Kapitel 2 beschriebenen neuen Triade-Konkurrenz wider: In Sachen Halbleitern ist
die EU, wie auch in anderen Technologiebereichen abhéngig von Drittstaaten. Die eigene
Industrie und ihre Produktionskapazitaten sind bis auf einige Nischen auf3erhalb des ei-
gentlichen Produktionsprozesses (siehe 4) abgehangt. Die EK versucht durch geodkono-
misch aufgeladene industriepolitische Interventionen die europdische Halbleiter-Produk-

tion zu starken und reagiert damit auf ahnliche Initiativen in den USA und China. Die
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industriepolitische Intervention umfasst finanzielle Forderung (Saulen 1/2), aber auch re-
gulative Eingriffe (Sdule 3). Dies ist eine Fortsetzung des Trends der Abkehr der EU von
marktliberalen Paradigmen im Kampf um technologische Dominanz (Abels/Bieling
2022b: 431): Angesichts der geopolitischen Unsicherheiten entsteht ein interventionisti-
scher Reflex, der durch transnationale Unternehmen vorangetrieben wird, da sie von den
Forderungen des Subventions-Wettkampfs profitieren. In diesem Subventions-Wett-
kampf zeigt sich auch der fortwéhrende Bruch in den transatlantischen Beziehungen, da
EU und USA um Investitionen derselben transnationalen Unternehmen wetteifern. Er
verdeutlicht das Scheitern von Policy-Koordination zwischen Partnerlandern und die wei-
tere Verscharfung der neuen Triade-Konkurrenz.

6. Fazit und Ausblick

Das Arbeitspapier untersuchte die Frage welche Auswirkungen der Chip-War auf die EU
hat und welche industriepolitischen Strategien die EK in der Reaktion darauf entwickelt.
AnschlieBend wurde diskutiert, welche Implikationen die Umsetzung dieser Strategien
fiir die Position der EU im Chip-War und der Triade-Konkurrenz hat. Im Folgenden sol-
len die Forschungsergebnisse kurz dargestellt werden.

Im Chip-War setzen die USA zunehmend auf Strategien der weaponized interdepen-
dence, um den neuen Rivalen China durch Exportbeschrankungen von wichtigen Gitern
zur Innovation in der Halbleiter-Produktion abzuschneiden. Dies ist den USA durch die
asymmetrische Halbleiter-Wertschdpfungskette moglich, in der sie zentrale hubs kontrol-
lieren. Gleichzeitig ergreifen die USA und China Malinahmen, um sich unabhangiger von
Halbleiter-Importen zu machen und subventionieren die inlandische Halbleiter-Industrie,
um neue Produktionskapazitaten zu schaffen. Diese Entwicklungen im Chip-War haben
Auswirkungen auf die EU. Die zusatzlichen Unsicherheiten durch die neue Rivalitét fuh-
ren zur Verscharfung von Stérungen der ohnehin fragilen Halbleiter-Wertschépfungs-
kette, fiir die die EU besonders anfallig ist, da sie stark von Halbleiter-Importen abhéngig
ist. Seit 2020 kulminieren Nachfrageexplosion und Angebotsbeschrankungen zu einer
Halbleiter-Knappheit bei europaischen Endabnehmer-Industrien. Besonders die Automo-

bilindustrie wird schwer getroffen.
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Die Abhangigkeit und die unsichere Versorgungslage fiihren dazu, dass die EK im Feb-
ruar 2022 im ECA Strategien vorschlégt, um erstens die Forschung und Entwicklung von
Halbleitertechnologien in der EU zu fordern, zweitens die Versorgungssicherheit zu er-
héhen sowie innovative Anlagen zur Halbleiter-Herstellung zu férdern und drittens die
Wertschopfungskette besser zu tiberwachen und der EK im Krisenfall neue Instrumente
zu ermoglichen, um auf Knappheiten und Stérungen zu reagieren. Zum Vorschlag dieser
Strategien tragt auch die Akteurskonstellation bei: Europaische Endabnehmer-Industrien
fordern wegen der Knappheiten mehr Versorgungssicherheit durch européische Produk-
tionskapazitaten. Die Halbleiter-Industrie fordert Subventionen fir ihre kapitalintensiven
Investitionen in Produktionsanlagen. Durch den globalen Subventions-Wettkampf sind
die Halbleiter-Hersteller in einer machtvollen Position und kénnen hohe Forderungen
stellen.

Es ist fraglich, ob die vorgeschlagenen Strategien zur anvisierten technologischen Sou-
veranitat im Chip-War flihren werden: Es werden keine Produktionskapazitaten fur ma-
ture nodes gefordert, die allerdings zentral fur die europaischen Endabnehmer-Industrien
sind. Hier wird die Abhéngigkeit gerade von China, das seine Kapazitaten in diesem Be-
reich ausbaut, eher noch groRer. Weitere Probleme konnten die riskanten Investitionen
im zweiten Produktionsschritt und die fur den Krisenfall nicht geeigneten Instrumente
sein. AuBBerdem ist fraglich, ob das Finanzierungsziel von 43 Mrd. 6ffentlicher und pri-
vater Investitionen erreicht wird oder tberhaupt ausreicht, um die Liicke zu den bereits
weiter fortgeschrittenen Konkurrenten zu schlieRen.

Die vorgeschlagenen Strategien spiegeln bergeordnete Trends der neuen Triade-Kon-
kurrenz wider: Angesichts der geopolitischen Konstellation und der technologischen Ab-
héngigkeit zeigt die EK einen interventionistischen Reflex und eine weitere Abkehr von
marktliberalen Paradigmen. Die industriepolitische Intervention reiht sich in &hnliche
MaRnahmen der USA und China ein und fiihrt zu einem Subventionswettkampf, der es
der EU zusétzlich erschwert, ihre Ziele zu erreichen. So verfestigt sich auch der Bruch in
den transatlantischen Beziehungen, da die Konkurrenzbeziehung zu den USA auch auf
Halbleiter ausgeweitet wird.

Das Arbeitspapier zeigt die Bedeutung einer polittkonomischen Perspektive auf die ge-

opolitischen Entwicklungen in der neuen Triade-Konkurrenz: Besonders bedeutend ist
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die glnstige Interessenskonstellation fir transnationale Halbleiter-Unternehmen, die
durch den Subventionswettkampf in einer starken Verhandlungsposition sind. Diese Ent-
wicklung weiter zu beobachten ist ein moglicher Ansatzpunkt zukinftiger Forschung.
Ebenso wird es wichtig sein, die endgultige Version des ECA und die im Gesetzgebungs-
prozess vorgenommenen Anderungen zu untersuchen. Das erméglicht auch den Blick auf
weitere Akteure: Das Arbeitspapier konzentrierte sich auf die EK in der geopolitischen
Konstellation und die Einflusse transnationaler Unternehmen. Mit Blick auf die Gesetz-
gebung wird etwa der Blick auf die Interessen mitgliedsstaatlicher Regierungen wichtig,
die teilweise bereits eigene Initiativen gestartet haben.

Ferner bieten die weiteren geopolitischen Entwicklungen des Chip-Wars einen Untersu-
chungsgegenstand: Die mogliche Verscharfung der weaponization durch die USA und
Chinas Reaktion sowie der Fortgang des Taiwan-Konflikts werden entscheidend fur die
globale Halbleiterversorgung sein. Interessant ist dabei, dass neben den Landern der Tri-
ade-Konkurrenz auch Taiwan und Stidkorea sowie teilweise Japan zentrale Player sind,
deren Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die Halbleiter-Wertschdpfungskette ha-
ben. Diese wird durch die geopolitischen Verwerfungen und Initiativen umgestaltet, was
die Krisenanfalligkeit erhdhen kénnte. Das Arbeitspapier hat dabei gezeigt, dass es aus
politokonomischer Perspektive wichtig ist, die Interessen transnationaler Unternehmen
mit einzubeziehen, da diese viele hubs direkt kontrollieren und in einer starken Verhand-
lungsposition sind.

Letztendlich zeigt das Arbeitspapier auch, dass die neue Triade-Konkurrenz stark vom
Kampf um technologische Uberlegenheit gepragt ist und Halbleiter darin von strategi-
scher Wichtigkeit sind. Trotz der Kritik an den vorgeschlagenen Strategien, verdeutlicht
der ECA, dass sich die EK des Themas angenommen hat und darauf abzielt, die Position
der EU zu starken. Mit Blick auf das erfolgreiche Galileo-Projekt erinnert von der Leyen
(2021) in ihrer Rede zur Lage der Union an die Féahigkeit der EU, technologischen Riick-
stand trotz Widrigkeiten aufzuholen und appelliert: ,,let's be bold again, this time with
semi-conductors®. Die Zeit wird zeigen, ob sich diese Kiihnheit auszahlt und der ECA

ebenso ein Erfolg wird.
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